
' Zona reservada E.S.D. (area libre de descargas electrostáticas) '
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' Precauciones antiestáticas: ponerse pulsera antiestática '
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' Se extrae el chip BGA  con un soldador de aire caliente '
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' Con ayuda de unas pinzas se extrae la BGA '
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' Se deposita la BGA sobre el mantel antiestático '
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' Limpieza de pads soldadura BGA en la placa '
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' Con ayuda de malla y soladador se eliminan los restos de estaño '
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' Liquido Flux remover para la limpieza de soldaduras '
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' Se depositan unas gotas sobre el área a tratar '
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' Con un pincel se eliminan los restos de resinas '
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' Por medio de unas pinzas se situa la BGA en potro de soldadura '
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' Se coloca la máscara correspondiente al chip BGA '
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' Se inyecta estaño líquido sobre la máscara del Stencil '
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' Vista ampliada X20 de la inyección de estaño líquido '
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' Se esparce el estaño por los orificios de la máscara con una espatula '
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' Vista ampliada X20 del esparcido del estaño líquido '
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' Se rellena uniformemente todos los orificios de la máscara '
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' Vista ampliada X20 de los orificios de la máscara '
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' Se aplica aire caliente sobre la máscara del stencil '

[image: image19.jpg]



' Solidificacion de las bolas de estaño mediante aire caliente '
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' Se extrae el chip BGA de la máscara del Stencil '
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' Los restos de resinas con Flux Remover y un pincel '
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' Vista panoramica del Chip BGA terminado '

[image: image23.jpg]



' Vista ampliada X20 de las bolas de estaño y pads  '
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' Se aplica pasta de flux sobre el área de la placa base '
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' Se coloca la BGA sobre la placa base '
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' Orientación y centrado del chip '
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' Se aplica aire caliente para la fijación de la BGA a la placa '
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